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Um die elektrische Sicherheit von Flussmit-
teln in der Lottechnik zu ermitteln, muss der
Oberflichen-Isolationswiderstand (Surface
Insulation Resistance, SIR) gemessen wer-
den. Dies geschieht mithilfe der so genannten
SIR-Tests
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Ventec ist Spezialist fur die Herstellung
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Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
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in China, Grofibritannien, Deutschland

und USA, ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.
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AVT-Strategien fiir photonisch integrierte Schaltkreise (PICs) setzten bis-
lang auf Kleben. Ein neues IZM-Verfahren setzt stattdessen auf lasern

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Klebstofffreie Faser-zu-Chip-Anbindung
fiir integrierte Photonik 1125 }

PLUS 8/2022 1043 (RN T

www.venteclaminates.com




INHALT

Kiinftige KI-Anwendungsfelder liegen beispielsweise in der Medizin: Ein

Beitrag iiber KI-Vordenker Prof. Dr. Sebastian Thrun

FORUM

Kolumne: Kostelniks Platten-Tektonik 1129
Vordenker Thrun: Chancen Kiinstlicher Intelligenz

groBer als ihre Risiken 1132
Kolumne: Heile, heile Génsje... 1134
PLUS-Firmenverzeichnis 1138
Im Heft redaktionell erwéhnte Firmen 1164
Inserentenindex 1165
Mediadaten 1166
Impressum 1167
Produkt des Monats 1168

Titelbild

Ein Name. Ein Anspruch. Becker & Miller steht fir
Leiterplatten — High Quality, High Speed und High Flexibility.
Seit 37 Jahren spezialisieren wir uns auf den Bereich
Prototyping sowie Kleinserien & Muster. Profitieren Sie von
unserem Know-How, unserem stets modernen Maschinen-
und Anlagenpark und unserem qualifizierten Team.

Die gemeinsame Entwicklung zusammen mit unseren Kunden
und deren Anforderungen sind unsere Innovationstreiber und
Optimierer. Das und eine reine Eigenfertigung sind die Basis
von Qualitdt und Prézision — Made in Germany.

Der schnellste Weg zur perfekten Leiterplatte geht tiber
unseren PCB EXPRESS-SERVICE. Wir freuen uns auf Sie!

Tel.: +49 (0)7832 9180-0
Mail: brief@becker-mueller.de
Web: www.becker-mueller.de
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